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注意事項

◆ 将来見通しに関する記述について

本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、

完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく

見通しが変動する可能性があり、今後予告なく変更されることがあります。

◆ 本資料における表示方法について

数 値： 単位未満を切り捨て

比 率： 1円単位の金額で計算後、単位未満四捨五入

会計年度： 年度開始日の暦年表記 (「2026年2月期」を「FY2025」または「FY’25」と表記）

会計期間： 連結・当社、国内および海外子会社の会計期間は次のとおり

       Q1
（第1四半期）

Q2
（第2四半期）

Q3
（第3四半期）

Q4
（第4四半期）

通 期

連結・当社・国内子会社 3月～5月 6月～8月 9月～11月 12月～翌年2月 ３月～翌年2月

海外子会社 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～12月
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会 社 名 ローツェ株式会社（英文名；RORZE CORPORATION)

上 場 市 場 東京証券取引所 プライム市場  (証券コード：6323)

所 在 地 広島県福山市神辺町

設 立 1985年3月30日

資 本 金 982百万円

事 業 内 容
半導体・フラットパネルディスプレイ（FPD）・ライフ
サイエンス関連の自動化・搬送装置の開発・製造・販売

従 業 員 数 連結： 4,394名 当社： 258名  （2025年8月末現在）

事 業 拠 点
国内： 福山・横浜・熊本・つくば・東京
海外： 米国・ベトナム・台湾・韓国・シンガポール・

 中国・ドイツ・フランス

会社概要

開発・生産・営業・サポート

営業・サポート

開発・生産

サポート

米国
（カリフォルニア・
    オレゴン）

韓国
（龍仁）

台湾
（新竹）

中国
（上海）

ベトナム
（ハイフォン・
バクニン）

ドイツ
（ドレスデン）

シンガポール

グローバルネットワーク

日本
（福山・横浜・熊本
つくば・東京）

4,164 4,304 4,402 4,367 4,394

Q2

FY'24

Q3 Q4 Q1

FY'25

Q2

従業員数の推移（連結）
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2026年2月期（第41期）
第2四半期(2025年3月～8月) 

連結業績
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業績ハイライト

FY’25 Q2 FY’24 Q2 前年同期比

売上高 65,602 60,229 108.9%

半導体関連装置 54,650 51,311 106.5%

分析装置 ※  1,440 1,362 105.7%

FPD関連装置 3,259 3,392 96.1%

ライフサイエンス関連装置 366 334 109.5%

部品・修理 他 ※ 5,886 3,828 153.8%

営業利益 16,214 17,146 94.6%

経常利益 14,572 20,574 70.8%

親会社株主に帰属する

四半期純利益 10,872 15,850 68.6%

期中平均レート(円/USD) 149 152 ー

（百万円）

Q2

FY'24

Q3 Q4 Q1

FY'25

Q2

部品・修理 他 2,011 2,258 2,537 3,058 2,827

ライフサイエンス関連装置 181 171 568 110 255

FPD関連装置 3,130 496 4,705 1,001 2,257

分析装置 1,141 764 1,618 660 780

半導体関連装置 24,475 25,316 25,740 28,230 26,420

66％

34％

装 置
メーカー

エンド
ユーザー

四半期売上高の推移

（百万円）

※ 当連結会計年度より製品別売上高のうち「部品・修理 他」の一部を「分析装置」へ含めて集計しており、前年度分は当該方法により集計した数値を記載しています。

◼ 売上高は9％増。台湾主要顧客向けウエハソータ納入拡大など半導体関連装置が牽引

◼ 営業利益は5％減。前期円安に伴う利幅拡大の反動および前期Q3から連結対象の子会社関連費用計上

◼ 経常利益は29％減。親子会社間貸付金等にかかる為替変動による営業外損益計上(前年同期比▲51億円）
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地域別売上高

Q2

FY'24

Q3 Q4 Q1

FY'25

Q2

中国

Q2

FY'24

Q3 Q4 Q1

FY'25

Q2

米国

Q2

FY'24

Q3 Q4 Q1

FY'25

Q2

台湾

Q2

FY'24

Q3 Q4 Q1

FY'25

Q2

日本

Q2

FY'24

Q3 Q4 Q1

FY'25

Q2

欧州

Q2

FY'24

Q3 Q4 Q1

FY'25

Q2

韓国

中国

18,793

29%

台湾

18,261

28%

米国

15,472 

24%

日本 4,366 7%

韓国   3,590   6%

欧州 3,442 5%

シンガポール 

ベトナム 

その他地域

（百万円）

※ 「地域別売上高」は顧客企業の本社所在地別に集計

◼ 中国向けが前期Q4を底として回復、台湾向けも前工程およびアドバンスドパッケージ関連装置が高水準

◼ 米国向けは、主要装置メーカー向けがQoQで増加するも、エンドユーザー向けが減少

◼ 米国関税は、現在まで特段の影響なし
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営業利益

17,146

3,407

16,214
△ 881

△ 1,563 △ 174
△ 1,416 △ 303

前年同期 売上変動 為替影響 人件費 研究開発費 のれん償却額 その他販管費 当第2四半期

◼ 半導体関連装置を主として増収も、為替の影響等による原価率の下げ止まりおよび子会社にかかる人件
費・のれん償却等による販管費増加により、営業減益

※ 連結営業利益に対するNanoverse社の影響額(百万円)： 人件費926、研究開発費53、 のれん償却額1,402、その他販管費666

（百万円）
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受注高・売上高・受注残高の推移

25,762 24,313 26,110 
22,309 24,699 24,475 25,316 25,740 28,230 26,420 

53,467 52,464 52,834 

46,914 45,192 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Q2

FY'24

Q3

FY'24

Q4

FY'24

Q1

FY'25

Q2

受注高

売上高

受注残高

（百万円）

半導体関連装置

◼ 売上高は、装置メーカー向けが増加するも、為替レートの変動に伴い減少

◼ 受注高は、アドバンスドパッケージ関連が高水準継続、台湾および中国の主要顧客で受注増
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受注高・売上高・受注残高の推移

分析装置

1,022 

508 

1,088 

597 663 

1,141 
764 

1,618 

660 
780 

4,331 
4,075 

3,546 3,483 3,366 

0

Q2

FY'24

Q3

FY'24

Q4

FY'24

Q1

FY'25

Q2

FY'25

受注高

売上高

受注残高

（百万円）

◼ 受注および販売については今期グループ内の営業・販売・サポート体制の強化に注力

◼ 受注高は、直近で装置・材料メーカー等にも拡大

※ 当連結会計年度より製品別売上高のうち「部品・修理 他」の一部を「分析装置」へ含めて集計しており、前年度分は当該方法により集計した数値を記載
 しています。
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◼ 売上高は、当四半期に有機EL前工程の量産用装置を納入により増加

◼ 受注高は、前期Q4以降減少傾向、装置納入進捗により受注残高も低水準

受注高・売上高・受注残高の推移

FPD関連装置

344 

4,598 

1,410 1,166 

473 

3,130 

496 

4,705 

1,001 

2,257 

1,787 

5,889 

2,595 

2,759 

975 

0

Q2

FY'24

Q3

FY'24

Q4

FY'24

Q1

FY'25

Q2

FY'25

受注高

売上高

受注残高

（百万円）



11

R：167
G：30
B：65

R：65
G：65
B：65

R：125
G：125
B：125

R：240
G：240
B：240

R：255
G：255
B：255

R：215
G：150
B：150

R：235
G：180
B：10

R：80
G：100
B：150

R：0
G：0
B：0

74 73 51 51 60 
143 125 126 113 104

256 234 244 235 230 

21 34 26 58 26 

531
481 491 447 442 

269
289 306 289 305 

550
529

629
573 609 

Q2

FY'24

Q3 Q4 Q1

FY'25

Q2

資産

1,779

（億円）

1,770

連結貸借対照表

現金及び預金

受取手形及び売掛金

棚卸資産

その他流動資産
有形固定資産

無形固定資産
投資その他の資産

1,242 1,191 1,287 1,233 1,264 

20
17

17
15 15

177
185

166
142 114

151
140

180
150 156

194
164

149
152 152

61
67

76
76 75

Q2

FY'24

Q3 Q4 Q1

FY'25

Q2

負債・純資産

支払手形及び買掛金
短期借入金

その他流動負債
長期借入金
その他固定負債

純資産

1,847
1,766

1,877
1,779

1,847
1,766

1,877
1,770

（億円）

◼ 棚卸資産は、材料在庫を中心に減少傾向

◼ 現金及び預金は、事業投資用の資金を確保しつつ、今期において有利子負債圧縮47億円、自己株式取
得50億円(7月末完了)を実施
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2026年2月期第2四半期 キャッシュ・フロー

（百万円）

61,330

12,868 471

△ 12,745 △ 973
60,951

2025/2 末残高 営業活動による
キャッシュフロー

投資活動による
キャッシュフロー

財務活動による
キャッシュフロー

現金及び
現金同等物に
係る換算差額

2025/8末残高
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2026年2月期（第41期）
今後の見通し
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2026年2月期 業績予想に対する進捗

◼ 通期連結業績予想に変更なし

◼ 主力の半導体関連装置等では台湾向けが牽引し、中国および米国の主要顧客の需要は底堅く推移
する見通し

FY’25 
Q2実績

FY’25
通期予想

通期予想
進捗率(%)

売上高 65,602 128,190 51.2

半導体関連装置 54,650 106,893 51.1

分析装置 1,440 4,163 34.6

FPD関連装置 3,259 6,550 49.8

ライフサイエンス関連装置 366 1,590 23.0

部品・修理 他 5,886 8,992 65.5

営業利益 16,214 30,345 53.5

経常利益 14,572 30,618 47.6

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益 10,872 23,499 46.3

（百万円）
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トピックス
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22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4 24Q1 24Q2 24Q3 24Q4 25Q1 25Q2 25Q3

中国子会社のEFEM出荷台数の推移(四半期別)

初号機の生産開始

100台目の出荷

1,000台目の出荷

中国量産工場がEFEM1,000台出荷を達成

中国子会社で初号機組立開始2022年1月

量産工場が完成2022年10月

100台目を出荷

2 0 2 5 年 Q 3 累計台数1,000台を突破

2 0 2 3 年 Q 4

生産人員数：154名(2025年8月末現在)
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Onto Innovation社よりサプライヤ表彰を受賞

米国マサチューセッツ州を拠点とし、半導体業界向け計測・検査・リソグラフィシステムなどの設計、

開発、製造、およびサポートを行うOnto Innovation社（Onto Innovation Inc.）より
2025 Supplier Excellence AwardをInnovation部門で受賞しました。
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参考資料
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半導体関連装置

  装置メーカー

           プ ロ セ ス 装 置

 検    査    装    置

ウエハソータ N2パージウエハストッカ

ユニット

アライナ ロードポート

EFEM

システム

真空プラットフォーム

エンドユーザー

  デバイスメーカー

  ウエハメーカー

システム

大気用搬送ロボット
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アドバンスドパッケージ用装置

アドバンスドパッケージ
より小さいフットプリントで高いデバイス密度と機能拡張を実現できるようにチップレットを接続する方法

■PCB(プリント基板)上でのパッケージング

前工程 １ウエハで１種類のチップ 

後工程

PCB基板上にマウンターでパッケージング
(各半導体間はPCB基板を通じて通信)

１パッケージで１種類のチップ

■シリコンウエハ上でのパッケージング

後工程のパッケージングをする代わりに、
・ウェハを薄くしてシリコンを貫通する通信

用の竪穴形成（TSV：Through Silicon Via）
   ・ インターポーザ（※）上で複数のウェハを

3Dに積層する

中工程

これまでのローツェ搬送装置の市場

  ● アドバンスドパッケージ用装置
        ・Tape Frame Sorter

             ・PLP EFEM など

※インターポーザ： 貫通電極によって表裏の回路の導通をとり中継する基板

（シリコンインターポーザ、ガラスインターポーザ、有機インターポーザ）

ローツェの搬送装置が必要な新市場が拡大（前工程＋中工程）
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アドバンスドパッケージ用装置

Tape Frame用ソーター

PLP用EFEM
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分析装置

半導体業界

製造装置メーカー

エンドユーザー

デバイスメーカー
ウエハメーカー

半導体業界以外

  研究機関
環境計測機器

  化学薬品メーカー  
など

GED_SEMI

GED_Q

GPD

GED

CSI

MSAG

ASDM

Expert

ASASⅡ

ガス 薬液 ウエハ

LAGM/Expert LA
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FPD関連装置

ローツェシステムズ
（韓国子会社）

後工程：

 FPDメーカー

前工程：

  FPDメーカー

 FPD用ガラスメーカー

INDEX超大型搬送システム インライン搬送システム

ディスプレイモジュール機器

レーザーカッティング装置

Packing 超大型Cell装置
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ライフサイエンス関連装置

大学・製薬企業等

研究機関

再生医療関連企業

自動培地交換機能＆細胞観察
機能付きCO2インキュベータ 

CellKeeper®Ⅱ48Plus

全自動培地交換システム 

CellFarm(L)-360

スケジューリング ソフトウェア

Green Button Go
TM

※ 
（※Biosero社製）

インキュベータ 

SCALE48
モバイルロボット

試験受託(細胞染色)
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